PUSVADITA U
TEHNOLOGIJU UN
LIETOJUMU JOMAS

ATTISTIBA:

PETTIUMA
PREZENTACIJA




PREZENTACIJAS SATURS:

1. ESOSAS SITUIT\CIJAS ANALIZE BALTIJAS
REC;iIONIT\ (PRIMARAIS PETTJUMS)
4 min

2. PUSVADTTAJU NOZARES GLOBALAS
TENDENCES (SEKUNDARAIS PETTJUMS)
4 min

3. LATVIJAS PUSVADITAJU NOZARES
STRATEGIJA (SECINAJUMI & PRIEKSLIKUMI)
4 MIN




PUSVADITAJU VERTIBU KEDE (MCKINSEY)

Elektronikas vertibu kede

Plasaka pusvaditaj

U vértibu kede

Saura pusvaditaju vértibu kéde

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Materials Capital IP & EDA Design Wafer Back end End product PCB (Printed | End product
equipment foundry Circuit
Board)
Materiali Kapitala Intelektualais Dizains Pamatnu “Back-end”, | Gala Iespiedplates | Gala
iekartas ipaSums un apstrades jeb produkts produkts
elektroniska raZotne pakartotie
dizaina procesi
automatizacija
Izmantojami Specializétas Patenti, Mikroshem | Pamatnu lepakosana Komponenti, lespiedplasu Pedgjais solis
izejmateriali iekartas, kas tehnologijas u dizaina apstrade, un testesana: kuri montaza, kas | vertibu kedg,
un kimiskas nepieciesama | licencésana un izstrade, ieklaujot integréto nepieciesami nepieciesama | kur tiek
vielas S pusvaditaju dizaina riki, kas | kas ietver litografiju, iericu razotajs | ar daudzu komplektéti
pusvaditaju razosanas nepieciesami shemu ierakstisanu: (IDM) vai iespiedshemu | elektronisko gala
izgatavosanai | procesa mikrosheému izveidi un integréto Arpakalpoju plasu iericu elektronikas
projektesanai funkcionali | iericu mi montazai izgatavosanai | produkti
tates razotajs, vai pusvaditaju
parbaudi, ligum- montazai un
verifikaciju | razosana testesanai
(OSAT)
Pieméri
Silicija Litografijas Mikroprocesoru | Mikroproce | Mikroshému Mikroshemu Kondensatori, | Matesplates, Viedtalruni,
pamatnes, riki IP, bloki, EDA soru topologija uz iepakosana, rezistori, grafiskas klepjdatori,
epitaksialas programmata- dizains, pamatném gala integralas kartes, autovadibas
pamatnes ra, atminas digitalo un razosana testésana, shémas u.c. industrialo moduli, rateri
(piem. GaN), intelektualais analogo kvalitates komponentes | kontrolieru
fotorezistori ipasums shemu kontrole iespiedshemu
dizains plates




Primarais pétijums

Esosas situacijas
analize Baltijas
regiona

Pétniecibas, izglitibas,
infrastruktdras un
intelektuala potenciala
Noveértéjums

Latvijas pusvaditaju
vértibu kédi parstavoso
uznémumu izpéte

Baltijas valstu pusvaditaju
vértibu kédi parstavoso
inovaciju un
jaunuznémumu izpéte

MERKIS

Apzinat pétniecibas, izglitibas,
industrijas esoSo situaciju ne tikai
Latvija, bet arT Baltija, lai
identificétu vajas puses, stipras
puses, iespéjas, draudus, ka ari
potencialas attistibas iespé&jas, un
nakotnes virzienus.



Institute of Solid State Physics UL
Nanotechnology center with clean

Ventspils Brivosta / Ventspils room
Augsto tehnologiju parks
Clean Room RTU Faculty of Computer Science,

Information Technology and Energy
« Chip level tests and algorithms for optical

MikroTik g communication chips testing
International ' LITELOR - Intelligent computing and smart robotics
manufacturer of wireless
devices
. RTU Faculty of Natural Sciences and
HansaMatrix Technology
ISRL Manufacturer of electronic Technologies of materials and surfaces
Sub-FAB equipment in the Nordic

and Baltic countries UL Institute of Numerical Modelling

Mathematical modeling of silicon single

LightSpace Technologies crystal growth processes

Reality glasses

Schneider Electric UNIVERSITATE

I Axon cable UL Institute (_Jf Mathematics and

SAF Tehnika Factories in Latvia Computer Science

Manufacturer of data Semiconductor algorithms, quantum

transmission equipment Lightguide cryptography .

Optical fibers Institute of

KEPP EU Electronics and
Crystal growing, Ceram Optec y p computer science
modeling Manufacturer o Appllcatlons ASIC design and sensor

optical fibers technologies

Siltronic AG (Germany)
Growing of Silicon Crystals

5G laboratory, 12 5G testbeds, fiber
optical communication networks

Sidrabe Vacuum Use cases prototyping

Vacuum coating equipmen Biomedicine

biobank, secure data
transmission, smart biosensors

LATVIJAS
EKOSISTEMA

Quantum tech
Quantum encryption
technologies

PARTNERI, KAS IZTEIKUSI VELMI
KLUT PAR AKTIVITATES
KOORDINATORIEM

RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY




INDUSTRIJA LATVIJA

Tabula 1.9 Latvijas uzpémumu, kuri parstav pusvaditaju vértibu kédi, saraksts

e ¢ | Darbiniek Produkta/pakalpoi K Vieta Paredzamis uzpémuma vajadzibas, plinotis Uzpémuma izaicindjumi, Kurus pusvaditiju
Uzpémuma nosaukums Ap_grg?ljums, .e = u.nc " e poluma.apra A pusvaditiju investicijas un attistibas virzieni pusvaditiju jomi biis nepiecieSams risinit nikamajos 5-10
(pedéjie 3 gadi) skaits patentu portfelis NS S SR i = 2
vértibu kédé jomi nikamajiem 5-10 gadiem gados
AS "KEPP EU" 2022.g.-225 tukst. | 7 Tekartu izstrade, tehnologiju 1 - Materiali Tuvako 3 gadu laika plano iepemt silicija pamatnpu, | Divas galvenas problémas — cilvéku piesaiste un
2021.g.-134 tukst. izstrade, inovativu materialu 2 - Kapitala ar diametru 300 mm, tirgu un piegadat no 2 lidz investiciju piesaiste. Iesniegts pieteikums Eiropas
202 424 tukst. razo$ana. Silicija tehnologijas - iekartas 6% no tirgus apjoma jaudas mikroelektronikas komisijai, lai finansétu lielu projektu un piesaistitu
vairak ka 20 autorapliecibas; 3 pamatnes. investicijas, lai uzbivétu raZotni ar pirmajam 4
patenti Krievija kristalu audzésanas iekartam un ar gada
apgrozijumu 20 miljoni eiro. Ja finanséjuma nebis,
jameklé alternativus finanséjuma avotus
SIA "BALTIC 2022.g.-4.34 73 Spektrometriskas analizes ieri¢u 2 - Kapitala Kvalificéta darbaspéeka trukums
SCIENTIFIC milj. izstrade un raZosana, pamatojoties iekartas
INSTRUMENTS" 2021.g.-4,12 uz pusvaditaju un scintilacijas
milj starojuma detektoriem
2020.g.- 3.52
milj.
SIA "SIDRABE 2022.g.-504 tukst. | 28 Projekté un razo vakuuma 2 - Kapitala Kvalificéta darbaspéka trilkums
VACUUM" 2021..-1,50 mil;. parklajumu sistémas un izstrada iekartas
2020.2.-928 tikst. unikalas plano kartinu tehnologijas
AS "ALFA RPAR" 202 3,52 152 Pusvaditaju un citu elektronisko 4 — Dizains Infrastruktiira novecojusi, telpas nav isti atbilstosas | Likumdos$anas stabilitate un nosacijumu
milj. iekartu razosana 5 - Pamatpu pusvaditaju raZzosanai. Vajadzigas investicijas. “normalitate” investoriem; Izejvielu trikums -
2021.g.- 2.86 apstrades Nemot véra visu biznesa procesa komponentu piegadataju izmainas; augstas energoresursu cenas;
milj 2020.g.- razotne nenoteiktibu, ir iesp&jams prognozet tikai gadu vai Investiciju trikums/ banku atbalsta; Kvalificéta
2,77 milj. divus. Protams, $ados apstaklos ir gruti runat par personala trikums (nepieciesamiba péc 3000
stratégiju 5-10 gadiem. specialistiem - vietéja augstskola Sobrid beidz 20
cilveki gada)
AS "RD ALFA -1.18 milj. | 50 HiRel, RadHard un ITAR brivo 4 — Dizains: Lielakais projekts ir atrast jaunu Wafer foundry — Pariet uz jaunam tehnologijam. milzigas investicijas
MIKROELEKTRONIKAS 1,48 milj. analogo Integralo Shemu (IC) 7 - Gala kur$ butu visértakais partneris lidz 10 miljoniem. Pareja uz lielako izvadu
DEPARTAMENTS" 2020.2.-649 tukst. projektésana un razosana produkts daudzumu, assembly 200+ lead package Sobrid
komercindustrijai, aviacijai un strada uz 24 kontakti- jeb kajinas.
aizsardzibai
SIA "UBIQUITI 2022.g.- 14,33 120 Marsrutétaji, komutatori, bezvadu 6 - “Back- Klut par vadoso Silicija ielejas uznémuma R&D IT Darbaspeka pieejamiba,
(LATVIA)" milj. piekluves punkti, end”, jeb centru Latvija ar labako inZenieru komandu un
202 12,25 videonoverosanas sistémas, datu pakartotie atpazistamako zimolu. Augt gan cilvéku skaita, gan
milj drosibas aizsardzibas serveri procesi projektu zina, radit vél jaunas darbavietas.
2020.2.-10,81
milj.
SIA "FIBER OPTICAL 2022.g.- 4,87 86 Skiedru optisko ziroskopu razosana 7 - Gala Optisko mikroshému tehnologijas attistiba, militaro | Augstas tehnologiju attistibas izmaksas Eiropa,
SOLUTION" milj. un sistémas produkts lidz 8 | pusvaditaju ierices NATO un low-Earth orbitas konkurence no valstim, pieméram, Kinas, kuram ir
2021.g.- 3,06 - Tespiedplates produkti zemakas razosanas izmaksas, un gritibas ielauzties
milj.; labi nostiprinatos tirgos, kurus kontrolé lielas
2020.g.- 3,37 kompanijas. Ari prasmigu inZenieru trikums un
milj. augstas izmaksas, lai algotu pieredzejusus
profesionalus no arzemeém
AS "SAF TEHNIKA" 2022.g.- 37 milj.; | 270 Mikrovilpu datu parraides iekartu, 7 - Gala Investicijas produktu izstradé, stabilizét Mainigie globalie apstakli
2021.g.- 29 milj. meériericu un bezvadu sensoru produkts lidz 8 | apgrozijuma limeni, uzkrat materialu rezerves
2020.g.- 20 milj razosana - Iespiedplates

Industrijas raksturlielumi :

» MikroCipu nozares tirgus apjoms 2022. gada,
nemot vera vertibu keédes parstavéto
uznémumu apgrozijuma kopsummu,
parsniedza 614 miljonus EUR

+ Kopéjais nodarbinato skaits 697

» Kopéjais apgrozijums 48 milj. EUR

+ Latvija darbojas 2 jaunuznémumi - Wiseberg
(2022), OG Sense (2022)

RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY




STIPRAS PUSES:

* InstitUcijam ir izstradatas
sadarbibas saites ar industriju
un arvalstu partneriem, kas
nodrosSina zinaSanu apmainu
un inovaciju.

Spéjas pusvaditaju
tehnologiju attistiba,
pieméram, mikroelektronikas
Cipu dizains, kvantu, fotonikas
un materialu izpétes virzieni.
Institlcijas ir identificéjusas
konkrétas nisas un
specializacijas, pieméram,
sensoru izstradi un
bezrazotnu (fabless) pieeju.

Galvenie secinajumi & kopsavilkums

SVID ANALIZE

VAJAS PUSES:

Kvalificetu specialistu skaits
un specializacija nav
pietiekami nopietnai
izaugsmei, kas apdraud
attistibu un inovaciju
pusvaditaju joma.
Nepietiekama attistiba
«back-end» procesos
(testésana un iepakosana)
[Tnija un gala produktu
razosana.

NepiecieSamiba péc plasakas
sadarbibas un efektivakas
regionalas un starptautiskas
sadarbibas .

TrukstoSa infrastruktura
nopietnai procesu
merogosanai.

IESPEJAS:

Baltijas regions var izmantot
es0So0 zinatnisko un
tehnologisko potencialu, lai
piesaistitu investicijas un
stiprinatu savu poziciju
globalaja tirgu.

Potencials sadarboties starp
valstim un palielinat regiona
nozimi pusvaditaju
tehnologiju joma.

Piesaistit investicijas jaunu
tehnologiju attistiSanai un
procesu digitalizacijai
(dizains, testésana,
iepakosana), fotonika,
materialu raksturosana.

DRAUDI:

 Aréjas letekmes: svarstigs

finanséjums, regulativas
izmainas, globala konkurence.
lek$éjie lzaicinajumi: Resursu
pieskirSsana un sadalijums,
macibu programmu
«fleksibilitate», izgltibas
kvalitate, IP parvaldiba.
Darbaspéka aizplisana uz
citiem tirgiem, tirgus
izmainas, vides un ilgtspéjas
jautajumi un sabiedribas
uztvere.




LATVIJAS VERTIBU KEDES KOPSAVILKUMS

| Pamatnu apstrades razotne

| Materiali | Kapitala iekartas IP & EDA* | Dizains

Specializacija
materialu pétniecibg,
papildinot globalo
pusvaditaju kédi ar
inovacijam materialu

Zinatnés

Spéciga zinatniska baze,
piemé&ram, Rigas
Tehniskas Universitates
materialu zinatne & CFl
Spe€jas, veicina inovativu
materialu attistibu

*3 - Intelektualais TpaSums un elektroniska
dizaina automatizacija

Nav plasi parstavéts
posms, ir 2
uznémumi Baltija.
leieSanu posma
ietekmé

nepiecieSamie

ieguldijumi un

talantu trakumes.

Lideribas iezimes
Igaunija, kas lautu
veidot sadarbibu, bet
Latvija trakst Sobrid
gan pétniecibas, gan
industrijas

parstavnieciba

"Fabless" pieeja,
sensoru un fotonikas
iericu specializacija ir
balstita uz stipram
akadémiskam un
industrialam

sadarbibam

Dizaina inovacijas ir
atbalstitas ar
specializétam
institdcijam (EDI & RTU)
un augsta lTmena
inZenierzinatnes
prasmem.

Ir senas tradicijas, jau
daudzus gadu desmitus
tiek raZzotas
mikroshémas uz 3" un 4"
silicija pamatném, gan
analogas gan art

integralas shémas

Potencials attistit niSu
pamatnu razosana,
izmantojot universitasu
un institdtu pétijumus,
ka arT esoso
infrastruktdru izmantot
jauno specialistu
apmacibai



LATVIJAS VERTIBU KEDES KOPSAVILKUMS

| Back-end* " Gala produkts | lespiedplates Gala produkts

Inovativi iespiedplasu

Trakst mérogojama Ir daléja parstavnieciba Spéciga gala produkta

kapacitate, bet pastav ar dazam iestadém, (PCB ) dizaini un attisttbas un montazas

nozimiga pétniecibas materiali, ko péta

kas lepojas ar kompetence, ar

darbiba ar plasu regions, atbalsta

uzlabotam originaliekartu razotaja
sadarbibas loku silicija
] " ) J iespiedplasu (PCB) nozares progresu. Ir (OEM) sadarbibas
otonikas testésanas un A s A
Tl oo BRI dizaina spé&jam (EDI) sevi pienadijusi piemériem
izaina joma uznemumi:
HansaMatrix.
Pé&tniecibas inovacijas Augstas kvalitates
var tikt parnestas uz iespiedplasu (PCB)
mérogotiem un plasdka ~ Komponentu izstrade,
klasta procesiem, ko veic pétniecibas
ienemot noteiktu nisu :EegltadeS, PlksintEEing

*6 - “Back-end”, jeb pakartotie procesi



Sekundarais pétijums

Pusvaditaju nozares
globalas tendences

Pasaules vadosSo
izglitibas/pétniecibas institdtu

identificésSana

B8B| Pasaules vadoSo uznémumu
ofno| identificéSana
MERKIS
Mﬁ Pusvaditaju vértibu kédes . .
globalo tenden&u novértéjums leglt ieskatu par globalajam tendencém,

kuras janem véra veidojot Latvijas
stratégiju, ieejot pusvaditaju globalaja
tirga.



POTENCIALS

+ 2023. Gada pienemta EP regula «Chip-ACT», kas paredz Eiropas konkurétspé&ju
un noturibu pusvadttaju tehnologijas un lietojumos, ka arT palidzés sasniegt gan
digitalo, gan zalo pareju. Tas tiks darits, stiprinot Eiropas vado$o lomu
tehnologiju joma $aja joma.

» Pasaules pusvaditaju tirgus apjoms 2021. gada tika novértéts 429 miljardu ASV
dolaru apméra, un tas varétu pieaugt no 466,32 miljardiem USD 2022. gada Iidz
908,92 miljardiem ASV dolaru hdz 2030. gadam, pieaugot par 8,7% CAGR
prognozétaja perioda (2023-2030). — SkyQuest. ES tirgus dala ir 10%, kas ir
aptuveni 90 miljardi ASV dolaru. Mérkis ir palielinat ieteimi lidz 30% investéjot
vairak ka 60 miljardus EUR (ES, privatas partneribas, nacionalais finanséjums).

* Viens nodarbinatais pusvaditaju tirgt rada 5,7 darbavietas citas nozarés.
+ 2022: 1,28 miljards ASV dolari CAGR* 26%

+ 2023: 1,94 miljards ASV dolari CAGR* 29%
+ 2028: 7 miljardi ASV dolari

RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY




2022 2021 1 2021 2022 2022/2021
~ o Company | He acquartars e e N
Ml g Mdng ] .-"_I .3 u"|l *'-'r g e
1 I Qualeamm .5 2y 434 EF 255
2022. gads ? 7 INvidia 1.5 23 1468 24,503 &%
3 3 |Broadcom U.S 18,921 23,972 27%
T O P 3 O q 5 AMND ! .5 | &,434 Z3.601 14%
5 4 |MediaTek Tawvar 17.667 18.506 5%
e ] 2 5 |Apple (1) U.5. 14,778 17,824 71%
7 ] Marvell s d 277 5 B9 IE%
FA B L E S S I J E B ] ¢ |Realtek 1 I amwran 3774 3,771 0.1%
7 * i MNovatek ; Tanwan 4 848 3,734 23%
AT - VAORE\1Y) 10 10 _|BitMain (1) China 2 840 2135 250
’ 11 1 Unisoc Chna 1,808 2055 14%
= 12 13 |Cirrus Logic L5 1,086 2013 27%
U Z N E I\/I U M | 13 19 | Meonolithic Power ; .S 1,208 1,794 45%
! 14 12 |LX Semicon i South Korea 1.653 1454 0%
15 17_liem(1 ' .5 1.400 1,362 -3%
- 2022. gada (Iéns gads) vidéjie pasaules ienémumi bez I | e i i - - e 15
. . ) o l ks =3 A
rdpnicam (fabless) uznémumiem pieauga par +15% 18 15 Hif‘.m Talaran 1 547 1201 329
(salidzinot ar integrétiem mikroshému razotajiem 19 24  |MaxLinear U.s 8913 1,120 25%
20 14 |HiSilican ] Chna 1560 1.105 270
(IDM) - 5.6%) ) | 71 Z7  |Silicon Labs : 0.5 218 1,024 L
» 2021. gada tas bija +36% (IDM: +21%) 22 20 |Sociomext i Japan 945 1,008 29
* Trakst EU parstavniecibas 23 21 |Silicon Motion I Tawan 922 749 3%
24 31 |Amlogic | China 741 Ba3 19%
25 23 |Phison i I anaar 04 B1S 10%
26 40 | Global Unichip ] Tanwar 544 B0 45%
2 P | 1 i Chira G A g =135
28 29 |Silergy ; Tamwan 769 789 3%
29 38 |Nordic Semiconductor | Furope 611 77 27%
30 25 |Raydium | T anwan 891 776 13%

Source: McClean report 2023




Gandriz tresdala pasaules pusvaditaju
dizaina inzenieru strada ASV

Americas EMEA Asia
us Europe
P South Korea
60,000 008 M 7,000 Japan®
$258 billion $47 billion $114 billion ® 4000
l b l $47 billion
I T
India
- ° Taiwan
000
- fs ol * 10000
Global totals 30 biltlon $42 billion
187,000 Total semiconductor design engineers’ Mainland China:
= Share of global semiconductor design
engineers (¢

52,000

$41 billion
$556 billion Total semiconductor revenue®

\ Share of global semiconductor
revenues (% Rest of the world
- 11,000
$7 billion



GLOBALIE IZAICINAJUMI

Energo-efektivitate un ieriCu izméri

- :
:.z"%.::,:::”f /ﬁﬁ. il I
—On TG TR W T Wil

systems that ¢ i'e/minio res, | i
in data. To cr/ il | mlige 7

millions of p X

neural netf]

Lielo valodas modelu Lielaka dala aprékinu Tas rada milzigas Mikroshémas ar

(chat GPT u.c.) un to notiek datu centros, energijas izmaksas, fotonikas iertcém var

pielietojumu skaits ir parraidot datus kas paslaik ir 1-3 % parsutit datus atrak
eksponenciali mazos attalumos no pasaules un ar mazaku

pieaudzis energijas patérina energijas patérinu



Galvenie secinajumi & kopsavilkums (1)

 Dizains, testéSana un iepakoSana - perspektivi virzieni

« Vadoso uznémumu veiksme balstas uz spé&ju ieguldit
pétnieciba, lai uznémums uzturétu savu konkurétspéju
jaunu inovativu risinajumu izstrade.

 Tas liecina, ka Latvijas niSa testésanas, dizaina,
prototipéSanas un iepakosanas joma dotu iespéjas
pieslégties globalajam vértibu kédém.

DESIGN

« Ar likumdoSanu un starptautisko reguléjumu saistiti
izaicinajumi
« Tehniskie ierobezojumi, ko nosaka eksporta kontroles un

starptautisko tirdzniecibas regulas, prasa detalizétu izpratni
par globalas tirdzniecibas dinamiku.




Galvenie secinajumi & kopsavilkums (2)

Pusvaditaju vértibu kédes globala sarezgitiba

« Talantu trdkums, kuru ES pusé tuvako gadu laika saasinas
intelektuala Tpasuma un kiberdrosibas jautajumi.

* lzaicinajumi ietver dizaina sarezgijumus, IP licencésanu,
optimalas veiktspé&jas un energijas patérina optimizésanu.
« Uznémumi censas nodot arpakalpojumiem dazada veida

procesus («back-end» testéSanas un iepakosanas, dizaina un
dizaina verifikacijas procesus)

- RazZoSanas tehniskie aspekti

« Globalas razotnes specializéjas dazados razoSanas procesos.

- Pareja uz jaunakiem razoSanas procesiem prasa ievérojamas
kapitala investicijas un rada tehniskus izaicinajumus.




Kopsavilkums

Latvijas pusvaditaju
nozares vides trukumi,

iespéjas un priekslikumi

nozares attistibai
| " Latvijas un globalas pusvaditaju
| vértibu kédes salidzinasSana
Stratégijas un ricibas
plana izstrade
Latvijas ekonomiskos un
konkurétspéjas ieguvumu prognozes

& finanSu modela izstrade

i,( Attistibai nepiecieSamo
jg atbalsta instrumentu izmaksu

priekSlikumu izstrade




TALANTU
PIESAISTE
Talantu piesaistes,
noturésanas
programmas, jaunas
macibu programmas un
zinasanas tiesi
pusvaditaju joma.

KAPACVITATES
CELSANA
Kapacitates celSana un
kompetencu celSana ir
svarigas ilgtermina
stratégiskas aktivitates,
kas nesis rezultatu péc
noteikta laika..

NISAS
APGUSANA

Svarigi atrast nisu,
skatoties iespéjas
produktiem,
tehnologijam, vai
pakalpojumiem ar
augstu vienas vienibas
vérttbu un augosu tirgu,
kursS nav piesatinats

STIPRAS
PUSES

Stipro pusu un
sadarbibu izmantosSana,
ka testéSana, fotonika,
dizains. Fotonika ir
jauna nozare, kur ir
stabili arzemju partneri,
mazak konkurences un
augoss pieprasijums.

INFRASTRUKTURAS
ATTISTIBA

Investét testéSanas un
dizaina infrastruktara,
nodrosSinot laboratorijas
darbibas un to
papildinasana ar
iepakosanas iekartam
Latvija



PASREIZEJAIS STAVOKLIS UN
NEPIECIESAMAS STUDIJU PROGRAMMAS

 PasSreizéjais stavoklis: Ir pamats fundamentalaja
pusvaditaju fizika; programmas cietvielu fizika, lietiskaja
Kimija, elektronisko signalu analiz€, nanotehnologijas u.c. oy SEMITNECSTR PIYSICS "

- Konstatétas nepilnibas: Trokst lietiSko kursu pusvaditaju
tehnologijas un elektronikas/optoelektronikas dizaina.

- Vélamas programmas:
« CMOS elektronikas tehnologijas procesi
« Pusvaditaju razosanas iekartu bave
« Analogas un digitalas elektronikas dizains
« Optoelektronikas dizains
« Pusvaditaju iericu testésana un iepakosana
« Pusvaditaju uzlabotie pielietojumi (kvantu sakari,
aizsardziba, maksligais intelekts u.c.)




NEPIECIESAMAIS DARBA SPEKS
UN IZGLITIBAS ATTISTIBA

- Macibspéku apmaciba: Satit esosos
macibspékus apgut zinasanas pusvaditaju nozarés,
pieméram, more-than-Moore, kvantu skaitlosana, |
augstas jaudas mikroelektronika, maksligais |
intelekts u.c.

- Attalinatas izglitibas platformas izmantosana:
Pieméram, semi.org un edx.org.

- Vieslektoru piesaiste: No vadosam pusvaditaju
nozares augstskolam, iestadém (potencials:
sadarbiba ar IMEC -> kompetencu centri &

pilotlinijas). *
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TRUKSTOSA INFRASTRUKTURA

- Pusvaditaju dizaina «laboratorijas» izveide: Jaiegulda
testéSanas dizaina kapacitaté pétniecibas iestadém
produkcijas mérogosanai - sakot ar pieraditu LV spécigo
pusi: fotonikas Cipi (telekomunikaciju nozaré RTU),
poliméru fotonikas Cipi (CFl), elektronikas Cipu dizains
(EDI), un to attistot talak ar citiem virzieniem.

- lepakosSanas pakalpojumu sniegSana: Eiropa pastav
labs biznesa potencials, jo konkurentu ir maz; Latvija jau
tagad ir kompetenta telekomunikaciju Cipu testésana
(telekomunikacijas, datu centri, utt.).




PROJEKTA ATTISTIBAS IETVARS LATVIJAS MEROGA

1.POSMS 2.POSMS

6. RazosSana

«Fabless» (bezrazotnu) pieeja
un Cipu izstradé un razo$ana —
un nakotné analogo &ipu
razoSana (sadarbiba ar Latvijas

] Cipu razotajiem)

/ > == %
4 4 8- 7 4
1. Dizains 2. Testés$ana 3. lepakosana 4. Pilotlinijas 5. Prototipésana
Testésanas & dizaina Silicija fotonikas pilotlinijas Attistit pilotliniju
TestéSanas & Dizaina laboratorija laboratorijas papildina$ana (RTU sadarbiba ar CFI & infrastruktdru, lai sniegtu
RTU sadarbiba ar EDI & CFI. ar iepakosanas iekartam IMEC), poliméru fotonikas prototipesanas
pilotiinija (CFI) pakalpojumus
J |
| |
%1862
RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY
12 milj EUR 33 milj EUR

Esoso telpu pieldgosana, iekartu iegade .Jaunas ékas bavnieciba, iekartu iegade, jauno tirtelpu izbave



Programmas nosaukums

Interreg Centralais Baltijas
regions

ALTUM

Apvarsnis Eiropa

Digitala Eiropa

Life+

Inovacijas fonds

Maksimalais projekta No 200 tdkst. lTdz 4M EUR No 10 takst. Ildz 20M EUR No 500 tdkst. lTdz 20M EUR No 500 tdkst. lTdz 20M EUR No 500 tdkst. lTdz 20M EUR L1dz 20 M EUR
finansialais apjoms
PieteikSanas termins 2024. gada sakums Katram uzsaukumam Katram uzsaukumam Katram uzsaukumam individuali Katram uzsaukumam individuali Reizi gada

(provizoriski marts/aprilis)

individuali

individuali

(I1dz 09.04.2024)

Lidzfinanséjuma attieciba %

80%

Aizdevums / grants ka kapitala
atlaide 30% apméra

70 11dz 100 %

50 Iidz 100 %

50 Iidz 100 %

60% vai 100%

Zinatnieku darbaspéka
izmaksas

InZenieru darbaspéka izmaksas

*Programma var paredzét
inZenieru darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét
inZenieru darbibas, izmaksas

Projekta darbibas

izmaksas

*Programma var paredzét
zinatniskas darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét
zinatniskas darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét zinatniskas
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét zinatniskas
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét
inZenieru darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét
inZenieru darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét inZenieru
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét inZenieru
darbibas, izmaksas

Specialistu darbaspéka
izmaksas

*Programma var paredzét
specialistu darbibas,
izmaksas

Atbalsta funkciju darbaspéka
izmaksas

lekartu uzturéSana un remonts

Programma var paredzét
iekartu uzturéSana un

*Programma var paredzét
specialistu darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzét
atbalsta funkciju darbaspéka
izmaksas

Programma var paredzét
iekartu uzturésana un

remonts remonts
Programmatiras *Programma var paredzét *Programma var paredzét
nodroSinajums programmataras programmataras

nodroSinajumu

Telpu uzturéSana

Komunalie maksajumi

leguldijumi telpu iegadei

leguldijumi tirtelpu
pielagoSanai

*Programma var paredzét
ieguldijumus tirtelpu
pielagoSanai

nodrosinajumu

Programma var paredzét
telpu uzturéSanu

Programma var paredzét
komunalos maksajumus

Programma var paredzét
ieguldijumus telpu iegadei

*Programma var paredzét
ieguldijumus tirtelpu
pielagosanai

leguldijumi iekartas

*Programma var paredzét
ieguldijumus iekartas

*Programma var paredzét
ieguldijumus iekartas

*Programma var paredzét
specialistu darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzét
programmataras
nodro3inajumu

*Programma var paredzét
specialistu darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét
programmataras nodrosinajumu

Projekta ieguldrtais kapitals

*Programma var paredzét
ieguldijumus tirtelpu pielago3anai

*Programma var paredzét specialistu
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét
programmataras nodrosinajumu

*Programma var paredzét
ieguldijumus tirtelpu pielago3ana

*Programma var paredzét specialistu
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzét atbalsta funkciju
darbaspéka izmaksas

*Programma var paredzét iekartu
uzturé$ana un remonts

*Programma var paredzét programmataras
nodrosinajumu

*Programma var paredzét telpu uzturéSanu

*Programma var paredzét ieguldijumus
telpu iegadei

*Programma var paredzét ieguldijumus
tirtelpu pielagosana

*Programma var paredzét
ieguldijumus iekartas

*Programma var paredzét
ieguldijumus iekartas

*Programma var paredzét ieguldijumus
iekartas




SECINAJUMI (1)

ZINATNES BAZE

Attistita zinatniski pétnieciska baze
pusvaditaju materialu, elektronikas un
ipaSi fotonikas joma, kas paver daudz
iespéjas dazadu jaunu virzienu attistibai Saja
nozaré, ka batiskakos minot, €ipu dizains,
prototipéSana un atsevisku raZzoSanas
darbaplismu izveide (izveidojot pilotliniju),
testéSana un iepakosSana

VAJA SADARBIBA

Vaja sadarbiba ar industriju, galvenokart
tadél, ka ir relativi maz industrijas parstaviji,
iznemot to kuri parstav McKinsey

elektronikas vértibu kédes 8. un 9. posmus

2

MINIMALA INFRASTRUKTURA

ir minimali nepiecieSama infrastruktutira vai
piek|uve infrastruktarai, lai paraditu
konkurétspéjigus rezultatus, ka art ir pamats
pilotliniju izveidoSanai. Tomér modernaku iekartu
iegade un atvértas piek|uves pilotlinijas un
testéSanas un dizaina centra izveide ir kritiska, lai

klatu konkurétspéjigi un nodrosSinatu talaku attistibu

TEMATISKAS PLAISAS

Tematiska plaisa starp industriju un pétniecibu.
Pétnieciba biezi notiek jomas, kuras Latvija nav
industrijas parstavniecibas un otradi - zinatne
nenodroSina industrijai nepiecieSamas kompetences
un servisus, pasi tradicionalo pusvaditaju

elektronikas joma



SECINAJUMI (2)

KOMERCIALIZACIJAS RISKI

Pétnieciba Sobrid ir zema TRL (tehnologijas
gatavibas [Tmen), tas talaka komercializacija
ir saistita ar augstu risku, tapéc industrija

iesaistas tikai publiski finansétos projektos

CILVEKU KAPITALS
Lielaka dala uznémumu atzist cilvékresursu
problému, nav kvalificétu specialistu

pietiekama daudzuma

JAUNUZNEMUMU TRUKUMS

Katastrofali zems Jaunuznémumu skaits, kas liecina, ka
dazadu pétijumu rezultati ir nepietiekami attistiti, tiem ir parak
zems TRL ITmenis, lai tos komercializétu. Tas atspogulojas masu
tuvako kaiminvalstu Lietuvas un Igaunijas ievérojami labakas
pozicijas atbilstoSi 19. un 12. pozicija inovaciju reitinga, pretstata

Latvijas 25. pozicija 27 valstu konkurencé



NODROSINAT INFORMACIJAS APRITI

Javeic plasi informativie pasakumi informéjot
galvenas ieinteresétas puses par pusvaditaju jomas
attistibas planiem, Eiropas mikroshému akta
sniegtajam iesp&jam, ka ar1 skaidrojot sabiedribai

par ieguvumu no investicijam pusvaditaju joma

INVESTET INFRASTRUKTURA

lepirkt vajadzigas iekartas, pielagot
nepiecieSamas telpas, ir nepiecieSams lielaks
Latvijas valdibas atbalsts, izstradat atbalsta
instrumentus, kas tieSi paredzéti stratégijas

talakai 1stenoSanai

STIPRINAT KAPACITATI FONDU PIESAIST!

Gan individuali galveno pusvaditaju jomas iesaistito
pusu uznémumu, organizaciju darbiba, gan kvalitativu
pieteikumu pieteikSanai, gan, lai spétu pieteikt
projektus visas iespéjas, tadejadi palielinot iespéjas no

ES fondu piesaistes

PRIEKSLIKUMI (1)

SPECINAT PUSVADITAJU PARTNERIBU

Nodefinéti iesaistito pusSu intereses, atbildibas un
veicamie uzdevumi, ieskaitot kopéja informésana
par pieejamam atbalsta iesp&jam, ka arT darbu

veikSana saskana ar izstradato stratégiju

IEVIEST PARVALDIBAS MODELI

Motivé iesaistitas puses aktivi darboties,
iesaistities un dalities kop&ju mérku,
problému varda, ilgterminu risinajumu
varda, ka pieméram Privato, Publisko

partnertbu modelis

IZMANTOT ES FONDU IESPEJAS

Izglitibas jomas stiprinasanai, gan pétniecibai,
gan jaunu produktu izstradei, ka arT kapacitates
stiprinasanai. Darba uzdevumi, darbi, kas javeic
starp iesaistitam, lai aktivak startétu ES fondu

iespéjas.



Ekonomikas ministrija

ZINOJUMS VALDIBAI
PAR LATVIJAS IESPEJAM
PUSVADITAJU TEHNOLOGIJAS

EKONOMIKAS MINISTRIJA



MERKIS

INFORMATIVAIS ZINOJUMS “PAR LATVIJAS IESPEJAM PUSVADITAJU
TEHNOLOGIJU ATTISTIBAS JOMA™

EM, IZM, LIAA, LZP + INDUSTRIJA. MK LIDZ 30.06.2024.

Pusvaditaju iespé&jas un potencials globalaja vértibu kédé: LIAA PETIJUMS

Pusvaditaju tehnologdiju attistibas ietekme uz valsts ekonomiku: LIAA PETIJUMS

FinanséSanas iespéjas un parvaldibas modelis nozares attistibai: tirtelpas iekartosana
un iekartu aprikojums

Latvijas pusvaditaju kompetencu centra (Mikroshému akts) delegéjums



FOKUSA: TIRTELPA, IEKARTU APRIKOJUMS &
KOMPETENCU CENTRS

LATVIJAS PUSVADITAJU KOMPETENCU CENTRS
LIDZ € 2 MILJ. GADA 4 GADUS (ES + VALSTS BUDZETS)

ESOSO TELPU _ _ CIPU DIZAINA FABRIKA
PIELAGOSANAS 'EKAISI/IUA:(ES%DES “DIGITALOS CIPU
IZMAKSAS TIRTELPAM S e DVINU” VEIDOSANAI
€ 2,4 MILJ. ! . € 180 TUKST. GADA



FINANSEJUMA IESPEJAS: EM, IZM

LIELO INVESTICIJU
FONDS

IK GADU 80 MEUR (VB)

STARTA UN
PRODUKTIVITATES
AIZDEVUMI

30,2 MEUR

AIZDEVUMI UZNEMUMU
INOVACIJAM

68,2 MEUR

ATBALSTS JAUNU DARBA
VIETU RADISANAI

30,1 MEUR
VELAMAIS PAPILDUS 45 MEUR

ATBALSTS JAUNU DARBA
VIETU RADISANAI

30,1 MEUR
VELAMAIS PAPILDUS 45 MEUR

DIGITALIZACIJAS
AIZDEVUMI

45,1 MEUR

DIGITALIZACIJAS
GRANTI

67,61 MEUR

TEHNOLOGIJU PARNESE

26,5 MEUR

JAUNI PRODUKTI

168 MEUR (ANM)
27,3 MEUR (ERAF)

ILTERMINA VALSTS PETIJUMU
PROGRAMMA «INOVACIJU
FONDS - NOZARU PETIJUMU
PROGRAMMA»

22 MEUR (2024.-2026.) + 8
MILJ. IK GADU

1.1.1.2. PETNIECIBAS
INFRASTRUKTURAS
ATBALSTS

57 MEUR (DIVAS
KARTAS)

26.05.2015. MK NOTEIKUMI
NR. 259 «<ATBALSTA
PIESKIRSANAS KARTIBA
DALIBAI STARPTAUTISKAS
SADARBIBAS PROGRAMMAS
PETNIECIBAS UN
TEHNOLOGIJU JOMA»




FINANSEJUMA MEHANISMI: VARIANTI

K3 UZNEMEJDARBIBAS atbalsts Ka PETNIECIBAS projekts

Komersantu projekts (EM INVESTICIJU FONDS),
kombindacija ar RTU vai RTU/CFI/EDI/LU projektu
(1ZM PETNIECIBAS INFRASTRUKTURAS ATBALSTS)

100% RTU vai RTU/,CFI/EDI/LU projekts (I1ZM
pétniecibas infrastruktiiras atbalsts)

Komersantu projekts (EM INVESTICIJU FONDS),
kombindacija ar RTU vai RTU/CFI/EDI/LU projektu
(AIZNEMUMS EIROPAS INVESTICIJU BANKA)

RTU vai RTU/,CFI/EDI/LU projekts (1ZM
pétniecibas infrastruktiras atbalsts)
kombindcija ar aiznémumu Eiropas
Investiciju Banka vai cita finansu iestadé

Privata investicija, piem., Nekustama ipasuma

attistitajs. RTU/valsts ka iznomatajs ar izpirkuma . . ..
RTU vai RTU/,CFI/EDI/LU projektu aiznémums

tiesibam . .. e T
Eiropas Investiciju Banka vai cita finansu
iestade

RTU ka komersants izmanto EM atbalstu

(infrastruktdrai) kombinacija ar IZM atbalstu

(iekartam) RTU izveidota kapitalsabiedriba

RTU ka komersants izmanto EM atbalstu
(infrastruktiirai) kombindcija VPP atbalstu
(iekartam)

Publiska privata partneriba



MIKROSHEMU KOMPETENCES CENTRA DELEGEJUMS

i[m: 1ZM sadarbiba ar EM izraugas Latvijas Mikroshému KC

E EM + IZM/LIAA sagatavo informativo zinojumu uz MK (lidz 30.06.),
“m Kkura ietver informaciju par Latvijas izvéeléto Mikroshemu KC

im: 1ZM plano finanséjumu KC (MK noteikumi Nr. 259)...
PRIEKSLIKUMS:
(1) Latvijas Mikroshemu KC tiek veidots ka PO partneriba;

pnnEnn Ekonomikas ministrija

(2) no Latvijas tiek virzits viens pieteikumes;

(3) tiek nemts véra Mikroshemu Memorandu parakstijuso pusu viedoklis.



PALDIES
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